> Cura de forma f|avel mesmo

Kit para Reparacao de Piscinas WEICON

perf|C|eS huml

COLAGEM DE

PASTILHAS

E MOSAICOS

O Kit para Reparacao de Piscinas WEICON é especialmente adequado para trabalhos rapidos de reparacdo mesmo
debaixo de agua. A sua excelente forga adesiva permite a aplicagdo em superficies humidas. Gracas a sua cura rapida,
mesmo debaixo de agua, € ideal para trabalhos de reparacao em azulejos, mosaicos, etc.

> 0,5 kg
10102714

> 0,5 kg
10102886

> 2,0 kg
10102879

Caracteristicas

Base

Enchimento

Textura

Cor

Processamento

Temperatura de processamento

Temperatura do componente

Proporgao de mistura por peso
Proporgao de mistura por volume
Viscosidade da mistura a +25 °C (+77 °F)
Densidade da mistura

Espessura da camada de 1,0 mm
Espessura méxima por camada

epOxi
mineral
pastosa
branco

+15°C (+69°F) até +40°C (+104°F)

>3 °C (+37,4 °F) acima do ponto de
condensagao

100:83

100:95
550.000 MPa-s
1,5 g/cm?

1,5 kg/m?2

10 mm

Caracteristicas de Piscinas

Tempo de aplicagcao

Resisténcia mecanica (forca)

Resisténcia final (forga)

Colagem

Utilizacao

de Piscinas

acima da 23,8 N/mm?

4gua
debaixo de
agua
debaixo de
agua

acimadaagua =
acima da agua = 20,5 N/mm2

15,3 N/mm?

debaixo de agua =

Propriedades mecanicas apds endurecimento
- determinada apds a cura a

Resisténcia a tracéo DIN EN ISO 527-2
Alongamento até rutura (tragéo) DIN EN ISO 527-2
Dureza (Shore D) DIN ISO 7619

Parametros térmicos

Resisténcia a temperatura

Endurecimento

Tempo de aplicagdo a +20 °C (+68 °F), lote de 500 g
Camada adicional apds (35% forga)

Resisténcia mecanica apds (80% forga)

Dureza final apds (100% forga)

Retracéo

10102842

Kit para Reparacao

Kit para Reparacao

Composto por:

» adesivo de dois
componentes (resina &
endurecedor)

» espatula de
processamento

> instrucdes de utilizagao

> |uvas de aplicacao

Colagem de acordo com a norma DIN

EN 1465 em ago V2A, jato de areia, apds
armazenamento de 7 dias a +20 °C.

Temperatura ideal da dgua para aplicagéo:
+20 °C (+68 °F) até +40 °C (+104 °F)

24 h RT + 4 h 60 °C (+140 °F)
31 MPa-s

9,0 %

75+3

-35 °C (-31 °F) até +160 °C (+248 °F)

30 min.
7h
12h
36 h

0,12 %
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